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Exposé des faits et concl usions

2422.D

La demande de brevet européen n° 98 914 903.4, qui a
conme date de priorité le 27 mars 1997, a été déposée
par | a requérante comre une dermande internationale

(n° de publication : WO 98/44451) ayant pour objectif,
not amrent dans |le cadre de la fabrication des cartes a
circuits intégrés, la nmse en oeuvre de |la fabrication
de connexions électriques entre le mcrocircuit et le

support utilisant une substance conductrice adhésive.

Par décision signifiée a |la demanderesse par lettre
recommandée renise a la poste le 21 février 2002, la
division d examen a rejeté | a denande de brevet du fait
de | ' absence de nouveauté eu égard au docunent

EP-A-0 637 841 (H TACH LTD., publiée en 1995) en tenant
conpte des caractéristiques jugées inplicites pour

| homme du métier.

Le 16 avril 2002, la requérante a formé un recours
contre cette décision, |la taxe de recours ayant été
acquittée le jour néne. Ala lettre énoncant |'acte de
recours ainsi que les notifs du recours, était jointe,
entre autres, un jeu de revendications nodifiées
défini ssant une seringue ou anal ogues constituant le

noyen pour déposer | a substance conductrice adhési ve.

Dans une notification annexée a |a convocation a |la
procédure orale, |la Chanbre de recours a objecté un
manque de clarté de |la revendication 1 et a exprimé des
doutes concernant | a présence d une activité inventive
au vu de |"antériorité H TACH et du document US-A-4 999
136 (WESTI NGHOUSE ELECTRI C Corp., publiée en 1991) qu
rendai ent évidente | a techni que de dép6t revendi quée
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pour fabriquer des connexions él ectriques dans des

circuits mcroél ectroni ques.

II1. Au cours de la procédure orale qui a été tenue le
19 février 2003, la requérante a maintenu | es argunents
gu' elle avait précédemment énoncés et a apporté des
nodi fi cati ons aux revendi cations et a |la description.
Les nodifications avai ent pour objet, entre autres, de
supprinmer toutes les références a | a sérigraphie conme
une net hode appropri ée pour déposer |a substance
conductrice. La revendication 1 nodifiée se lit come

sui t

"1. Modul e él ectronique destiné a un dispositif

€l ectronique tel que carte a puce conportant un support
(10 ; 40) avec au noins une face (12 ; 44) muni e de

pi stes de contact (46 ; 48 ; 50) et un mcrocircuit (20 ;
56 ; 70) qui est fixé sur le support (10, 40) et qu
conporte sur une face principale (58) des plots de
sortie (60 ; 62) reliés a une piste de contact (46 ; 48
50) ; le mcrocircuit (20 ; 56 ; 70) étant fixé sur le
support (10, 40) par une face principale autre que celle
conportant les plots de sortie (60 ; 62) ; des

connexi ons (66, 68 ; 86, 88) des plots de sortie (60 ;
62) aux pistes de contact (46 ; 48 ; 50) conportant une
subst ance adhési ve conductrice ; caractérisé en ce que

| es connexions (66, 68 ; 86, 88) sont des cordons de

di spense en substance conductrice visqueuse entre |es
plots de sortie (60 ; 62) et |les pistes de contact (46 ;
48 ; 50) et en épousant le relief de |la puce (20 ; 56
70)."
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La requérante a sollicité |la réformation de |a décision
de rejet et la délivrance d' un brevet sur |a base des

docunents soum s au cours de |a procédure orale.

Elle a souligné |'inportance économ que de |'invention
pour | a fabrication des mcrocircuits et pour |a
réalisation des connexions électriques come envi sagé
dans | a demande de brevet et a soutenu que |a technique
de dépbt dite de "di spense”, c'est-a-dire |l e dépbt d' une
substance conductrice au noyen d' une seringue ou

anal ogue a débit et ouverture conmandés et |'utilisation
industrielle d une machine de type CAM ALOT pernettant

| "automatisation de la suite des opérations seraient une
nouveaut € absol ue qui conférerait des avantages

concurrentiels inportants aux inventeurs.

En effet, selon elle, tirer un cordon de substance
conductrice adhésive au noyen d' une seringue (ou

anal ogue) constituerait une alternative au cabl age par
fil (wre bonding) et ne ferait pas partie de |'état de
la technique. L'antériorité H TACH ne serait pas
pertinente puisque | e dével oppenent technol ogi que dans

| e domai ne envi sagé par H TACH a cette époque était
destiné a arranger des él énents de mcrocircuits de tres
fai bl es di nensi ons dans un plan conmun (2D), ce qu
pernmettait d utiliser la nméthode de |a sérigraphie pour
réaliser |es connexions électriques. En revanche, la
présente invention s'applique aux mcrocircuits
conprenant des él énents d' une di mensi on non-négli geabl e,
c'est-a-dire en relief qui interdirait ['utilisation de
| a sérigraphie pour des connexions électriques. Dans |a
t echni que courante, |les niveaux différents des contacts
étaient reliés a |l'aide de fils d'or par exenple, une

construction qui était treés sensible aux forces de
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flexion et de torsion et qui générait des colts

i mportants de réalisation. Les inventeurs soutiennent
gu' un cordon de substance conductrice adhésive
pernettrait de former une connexion stable, et par |a,
de résoudre tous ces problenes a un noindre codt de
fabrication.

L'antériorité H TACH se référait a un dispositif

sem conducteur d'un type bien différent, tel qu' il était
dével oppé par H TACH dans |e seul but de produire en
grande série des cartes a puce tres planes et nnces,
résul tant notamment du dessin de |la puce sans relief.
Aussi, n'y aurait-t-il pas |lieu de renplacer pour
réaliser |es connexions, |e procédé d'inprinmerie proposé
dans ce docunent par une technique de dépbét de di spense
telle qu' elle est définie dans |a revendication 1. Pour
cette raison, |le docunment H TACH est peu pertinent par

rapport a |I'invention revendi quée.

Au surplus, |le docunment H TACH ne nentionne pas que |la
subst ance conductrice doit étre adhésive et visqueuse,
alors qu'il s'agit de caractéristiques essentielles de

| a substance dans |l e cadre de |'invention destinées a
assurer que |a substance conductrice forme un cordon

bi en défini qui épouse le relief du mcrocircuit. Lors
de |'utilisation de |a sérigraphie dans |es connexi ons
él ectriques comme proposé dans | e docurment H TACHI,

| " adhési on de | adite substance conductrice au support ou

au mcrocircuit ne serait pas nécessaire.

En outre, |'antériorité WESTINGHOUSE citée par |a
Chanbre de recours détournerait |'home du nétier de
| "invention puisque ce docunent propose un assenbl age du

m crocircuit sur son support dans la configuration "flip
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chi p" qui constitue |' opposé de |a configuration

i nventive come expressénent définie dans |a

revendi cation 1. Une autre inportante différence réside,
dans |l e cadre de |'invention, dans |'utilisation d une
seringue pour effectuer |es connexions électriques. Le
docunent WESTI NGHOUSE i ndi que seul enent dans | e cadre de
| a soudure des contacts, la réalisation de points de
soudure ou de colle, mais ne décrit pas la réalisation
d' un cordon de substance conductrice adhésive qu
s'étirerait d un contact a un autre. Ainsi, les

propri étés rhéol ogi ques et d'adhérence rendraient |es
mat éri aux décrits dans | e document WESTI NGHOUSE

i mpropres pour réaliser des connexions électriques au

noyen d' une seringue.

Motifs de | a déci sion

2422.D

Le recours reépond aux conditions énoncées aux
articles 106 a 108 CBE ainsi qu'aux réegles 1(1) et 64
CBE ; il est donc recevabl e.

Le recours n'est cependant pas fondé du fait que
["invention revendi quée manque d'activité inventive au
sens de |"article 56 CBE et qu'elle ne renplit égal ement
pas les critéres de brevetabilité tels qu'exigés par
|"article 52(1) CBE.

Selon |la jurisprudence, il est normal enent convenu

d' examiner |'activité inventive a |'aide de |a néthode
probl ene-solution qui exige |'identification de |'état
de la technique pertinente puis ensuite |'éval uation de
la contribution technique apportée par |'invention du
poi nt de vue de |'homre du métier (voir la publication
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de |' OEB "La Jurisprudence des chanbres de recours de
|' OFfice européen des brevets", 4°™ édition 2001,
page 116).

L' application de | adite nméthode probl ene-solution en

| " espéce conduit a considérer que |'invention est, par
rapport aux antériorités H TACH et WESTINGHOUSE , a la
portée de |'honme du nétier.

En effet, | e docunent HI TACH cité par la division
d' exanen comme constituant |'antériorité destructrice de

| a nouveauté, se révele étre, au titre de |'activité

inventive, |'état de la technique le plus proche
di vul gué, comme illustré par les figures 6 et 7 dudit
docunent. |l évoque la réalisation d un nodul e

él ectroni que ("sem conductor device") destiné a un

di spositif électronique tel que carte a puce ("IC card",
voir colonne 8, lignes 41 a 43) conportant un support
("substrate" 207) avec au npins une face nunie de pistes
de contact ("wiring on the substrate 207" nentionné par
exenpl e avec le dispositif analogue de la figure 4) et
un microcircuit (le circuit intégré de grande échelle
"I C chip" ou "thin-filmLSI" 202 a 206 dési gné come

él ément séparé en figure 7C) qui est fixé sur |e support
et qui conmporte sur une face principale des plots de
sortie ("conductive pads 202") reliés a une piste de
contact ("pad 202 ... electrically connected to
conponents external to the chip”, voir col onne 7,

lignes 35 a 38), ledit mcrocircuit étant fixé sur le
support par une face principale autre que celle
conportant les plots de sortie (voir par exenple

figure 6), | es connexions des plots de sortie aux pistes
de contact conportant une substance conductrice
("conductive paste" 201).
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La requérante a fait valoir devant |a Chanbre que |es
caract éri stiques suivantes, confornénent au libellé de
la revendication 1, n'auraient été ni divul guées n

rendues évi dentes par |e docunent H TACHI

a) la puce (le mcrocircuit) a un relief,

b) |a substance conductrice constituant |es connexions
entre les plots de sortie et |es pistes de contact
épouse le relief de |a puce,

c) |a substance conductrice est adhésive,

d) la substance conductrice est visqueuse,

e) |es connexions sont des cordons de "di spense”
conposés d’ une substance conductrice, c'est-a-dire
gue | a substance conductrice est appliquée a |’ aide
d’ une technique de dépbét dite de "di spense” au noyen
d' une seringue ou anal ogue (voir |a description,
page 4, lignes 29 et suivantes).

Elle a particuliérenent argunenté au regard des
caractéristiques a) et b) ci-dessus et a soutenu que |le
docunent HI TACH n'était pas pertinent par rapport a

[ "invention revendi quée.

La Chanbre ne partage pas |'opinion de |la requérante en
rai son des différences significatives qui existeraient
entre le type de microcircuit utilisé dans |le cadre de
["invention et celui divulgué par |'état de |a technique
tel qu'il découle du docunment H TACHI, |esquels ne

serai ent pas conpati bles au plan technique.

Odinairement, la signification de |'expression "relief”
désigne la fornme de |a surface d' un quel conque objet.
MEne si un tel relief conporte normal enent des saillies
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et des creux, |'expression n'exclut pas des fornes

pl anes et, s'il est envisageable dans des circonstances
particuliéres qu' elle inplique |'existence de saillies
ou de creux, il ne définit nullement |eurs dinmensions.
Dou il n'est pas acceptable de déduire de |'expression
"relief", appliquée au type de microcircuit utilisé, une
différence entre la portée d' application de |'invention
et |'antériorité H TACHI .

Au surplus, ni |la description ni |les dessins de |a
demande ne conportent de rensei gnenents concernant |es
di nensions de la surface des mcrocircuits utilisés qu
pernmettraient d en tirer |la conclusion que |'invention
n' est pas applicable aux nodules utilisés pour |es
circuits intégrés de type H TACH . Au contraire, |la
description indique en page 2, ligne 28 et page 5,
lignes 3 et suivantes de |a demande qu'il est possible
de réaliser des connexions par sérigraphie, technique
qui, selon un argunent pertinent exposé par |a
requérante, peut étre utilisée seul emrent avec des

él énents ultra fins ou |l es voi es de connexi on peuvent
étre établies essentiellenent dans | e néne plan. Ceci
rend nécessaire d interpréter |'objet de |'invention en
y incluant |'utilisation des circuits intégrés de type
H TACHI .

Il convient de noter que |a suppression proposée dans |a
description des références a | a sérigraphie ne change
rien dans cette appréciation de |'invention car chaque
interprétation des revendications qui conduit a étendre
| eur objet au-dela du contenu de |a denmande telle

gu' elle a été déposée ne serait pas acceptable eu égard
aux exigences de |"article 123(2) CBE
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Conpte tenu de ces considérations et du contenu, par
exenple, de la figure 6 du docunment H TACH qui révele
une di fférence marquée de niveau entre |l a surface
supérieure et la surface inférieure du circuit intégré
de grande échelle 202 a 206 et une substance conductrice
(201) qui épouse la marche formée par |es surfaces du
support 207 et le circuit intégré, il s'ensuit que |les
caractéristiques a) et b) ci-dessus évoquées doi vent
étre consi dérées comme antériori sées par | e docunent

H TACHI .

Au surplus, |la substance conductrice 201 dans cet état
de la technique doit étre adhésive et visqueuse, conme
définit dans |les caractéristiques c) et d), parce que
dans |l e cas contraire, |le schéma des connexi ons en
substance conductrice ("wiring pattern") ne pourrait pas
étre transféré du cylindre d'inpression 31 sur le
substrat couche m nce 30 (voir docunent H TACH

figure 16 et | a description, colonne 10, ligne 54 a
colonne 11, ligne 7).

Cependant, |a Chanbre adnmet que |'essentiel de
["invention réside dans | e node de fabrication des
connexi ons électriques, c'est-a-dire dans |'application
de la technique de "di spense" pour étirer |les voies de
connexion entre e mcrocircuit et |le substrat.

Pui squ' une telle techni que de dépdt requiert des

propri étés spécifiques pour |a substance a déposer, i
faut traiter | e node de fabrication (caractéristique e))
et les propriétés concernant |'adhésion et |la viscosité
de | a substance conductrice (caractéristiques c) et d))
gl obal ement. 11 est donc justifié de considérer |esdites
caract éri stiques, en conbinai son, comme |la définition de
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| " apport de |'invention revendiquée a |'état de la
techni que | e plus proche.

Il convient de noter que |les caractéristiques c) a e)
défini ssent | a néthode de fabrication et |es propriétés
de | a substance conductrice en |'état de |l a fabrication.
Bien que |'objet de la revendication 1 soit un nodul e
électronique, le produit final n'est défini
gu'indirectenent, ou pas du tout, par |es circonstances
de sa fabrication. La définition d un produit par |a
mét hode de sa fabrication est toujours probl énmati que et
peut engendrer une manque de clarté. Néannmoins, si la
mét hode de sa fabrication est a la portée de |'honme du
méti er come dans |le cas présent, le produit est alors
égal ement a sa portée. Aussi est-il vain de vouloir
traiter la question fornelle portant sur |la fornulation

de la revendication du fait du manque substantielle de

brevetabilité de |'invention.
Le probl éne technique que |'invention se propose de
résoudre étant détermné, il convient de rappeler qu'i

faut que ce probl énme appartienne a un donmai ne techni que
et qu'il soit prouvé que |'invention résout actuellenent
ce probl ene technique selon les criteres objectifs issus
de |'état de la technique |Ie plus proche.

Les probl enes techni ques nmentionnés dans | a demande sont
dérivés d' un état de |la technique ou | es connexions sont
réalisées a |'aide de fils de connexion, formant une
structure fragile d une inportante hauteur. L' état de |la
t echni que selon | e docunment H TACH ne présente aucun de
ces inconvénients. Il est donc avéré que | e probl éne
technique doit étre reformul é et étre étayé sur des
faits établis devant |a Chanbre de recours.
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A cet effet, la requérante s'est seul enent appuyée sur
la différence all éguée de hauteur entre |es
mcrocircuits utilisés par |'invention et les circuits
intégrés tres fins de type H TACH . Comme expliqué ci -
dessus, de telles caractéristiques n' ont pas base dans
| a revendication. Mais pour formuler |e probléne
technique, il ne peut pas étre tenu conpte des effets

dérivés des caractéristiques non-exi stantes.

Le seul résultat qui est clairenent obtenu sur |a base
des caractéristiques c) a e) ci-dessus est la
réalisation du cablage, qui dans |'état de |la technique
selon H TACHI, est acconpli par |a méthode de |a
sérigraphie. La Chanbre en conclut que |e probl ene
objectif posé consiste a trouver une variante a la

mét hode de cabl age adaptée aux circuits intégrés treées
fins de type HHTACH . Comme |e renplacement d'une

sol ution uni que par une autre est une tache qui s'inpose
toujours a | honme du nétier dans tous |es donai nes
techniques, il n"inplique pas en tant que tel une

activité inventive.

Pour résoudre |edit problene technique, |'home du
métier doit tenir conpte du docunent WESTI NGHOUSE car ce
docunent se réfere a | ' assenbl age des circuits intégrés
(voir par exenple |'abrégé).

Le docunent WESTI NGHOUSE, col onne 1, lignes 45 a 57,

i ndi que qu' avant |a date de priorité, des substances
adhési ves conducti bl es étai ent connus et étaient

utilisés pour |e microcablage ("chip bonding") et pour
réaliser des pistes conductibles ("hybrid circuit paths",

Y

"conductive paths"). Ce docunent propose, a |la colonne 2,
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lignes 6 et suivantes, un adhésif conductible ayant une
rési stance él ectrique basse et des propriétés de

mat ériaux neilleures. Toutes les variantes de |'adhésif
conducti bl e di vul guées a | a colonne 4 et suivantes sont
différentes eu égard a | eur propriétés rhéol ogi ques,
mai s possédent toutes une caractéristique comune :
el | es sont adhésives et visqueuses (voir col onne 8,
lignes 7 et suivantes et |a substance KFS 13-20 aux
tables 1 et 2).

Sel on WESTI NGHOUSE, | a substance peut étre déposée en
nettant en oeuvre la méthode d' inprinmerie ("silk screen
printing") ou |la méthode de "di spense”, cette derniére
utilisant une seringue ("autonmated syringe dispenser”
voir colonne 2, lignes 12 a 14). Etirer une piste de
connexi on au noyen d'une seringue produit

aut omat i quenent un cordon de "di spense” de |a substance
déposée. A la lumére de cette référence expresse et
claire portant sur |a méthode pernettant de déposer

| " adhésif conducti bl e au noyen d' une seringue,

| " application de cette méthode et |'utilisation de la
subst ance KFS 13-20 par exenple est, pour résoudre |ledit
probl éme, une solution évidente qui s'inpose a |'honme
du métier. Les caractéristiques c) a e) ci-dessus sont
donc divul guées et il en résulte par conséguent un

manque d' activité inventive (article 56 CBE)

11. Les argunments de | a requérante qui s'appuient sur
| " assenbl age des circuits intégrés a |a nméthode de "flip
chip" et sur |'utilisation de substances adhésives
conducti bl es pour | a soudure des contacts ne peuvent pas
engendrer une autre appréciation de |'invention car |es
énoncés a cet effet ne constituent que des exenples qu
n' excluent pas les autres applications potentielles des

2422.D
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i dées et concepts de WESTINGHOUSE . En particulier, ces
exenples n'interdi sent pas, et |la Chanbre ne connait pas
non plus d autre notif d' enpéchenent, de renplacer |le
cabl age des circuits intégrés de type H TACH wutilisant

| a sérigraphie par une méthode qui utilise une seringue
pour déposer |a substance conductible come proposé dans
| e docunent WESTINGHOUSE. Il est a noter que |la
réalisation d éventuels avantages de nature écononi que
ou la maitrise de quel conque probl éme aussi inportant de
ménme nature ne rend pas brevetable une solution qui est

évidente sur |e plan technique.

Di spositif

Par ces notifs, 1|l est statué comme suit

Le recours est rejeteé.

Le Geffier : Le Président

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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